
運用優勢、掌握商機

發展智慧醫療4.0  
建立產業標準
物聯網的出現正式宣告邁入醫療 4.0時代，台灣擁有先進醫療與資通訊（ICT）技術優勢，如何克服法規、

技術標準與產品定位的挑戰，掌握智慧醫療趨勢，在全世界智慧醫療領域站穩一席之地，是當前產業界

迫切想知道的答案。
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醫
療 4.0是智慧醫療的重要里程碑，台灣要掌握

ICT的優勢，跨界整合讓過去的醫療電子器材

朝向智慧及智能發展，這是我們現在一定要把握的

重要機會。工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬，

在 2017醫療電子與器材國際高峰論壇上大力疾呼。

當物聯網、大數據、人工智慧及行動平台等 ICT

技術應用於醫療產業，將可打造醫療 4.0，所產生的

巨量資料經過標記與分析，透過機器學習可即時產

出相關資訊提供給醫護團隊做為參考。不僅可增加

效率、減少人為錯誤、降低營運成本，還能提升醫

療品質。

醫療 4.0 朝高值化與個人化發展

所謂醫療 1.0的定義，是指發明了消毒、殺菌的現

代化；醫療 2.0則是由顯微鏡、顯微手術與內視鏡，

看到身體裡的各種狀況與微小結構；醫療 3.0則是透

過 X光、CT、MRI手術，引導資訊的整合；最後，

醫療 4.0則是整合大數據跟智慧分析，帶來新的醫療

革命與想像。

醫療產業在第四次革命中，將透過感測技術，提

升手術的效率，連接醫院與家庭，將個人資訊與醫

院需要的資訊進行對接。而透過數據分析，能降低
工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬認為，台灣醫療設備應善用

軟硬體優勢，並完整掌握智慧醫療商機。
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病人風險，增加醫師

決策正確性，進一步

提升醫療品質，並簡

化整體醫療流程，可

望節省 60-70%的醫

療支出費用。

林啟萬以自動駕駛

舉例，他表示，無人

車能自動駕駛是因為

做到即時路況分析，

將來以機器手臂進行

的手術，藉由微創器

械的輔助，未來手術

傷口更小，智慧醫療

系統可將手術台上的

患者部影像分析後，

即時回饋給醫生做最

佳的治療判斷，例如透過組織特性變化監測電燒療程的

狀況與旁邊血管或神經的傷害風險，藉以更準確的評估

治療效果。 

 根據調研機構 Frost & Sullivan調查，目前約有

60%的醫療院所已採用物聯網技術，朝向醫療聯網

（Internet of Medical Things；IoMT）邁進，台灣亦然。

而醫療聯網領域範圍極廣，展望未來，在台灣醫療產業

在技術自主開發能量後，正走向高值化的佈局。以工研

院為例，投入研發的關鍵元件技術平台包括：超音波模

組、光學檢測模組、直接式大尺吋數位 X光平板模組

等，不僅已有自主開發能力，未來更能與不同的治療方

式整合，搭配大數據分析與人工智慧，可提供即時分析

判讀建議，達到智慧醫療的目的。

除了醫療領域的需求外，林啟萬也點出現階段醫療周

圍服務與個人化的需求尚有發展空間。由於台灣現階段

醫療科技大多針對醫護人員與病人，對於照護病患的家

屬則相對忽略。例如，從病患出院後到居家的照護流程

該如何無縫銜接，讓患者在家的生理數據可反饋給醫護

團隊，在異常狀況時，協助病患家屬即時獲得正確的處

理方式，都是未來在智慧醫療上可以著墨之處，也能讓

民眾真正享受到醫療智慧化、聯網化所帶來的好處。

迎挑戰　工研院扮演整合角色

智慧醫療的願景雖然看好，但現實面仍有許多挑戰待

克服。首先是醫療器材的管理法規，包括主管機關是否

認可由人工智慧所產出的資訊作為臨床上醫師的診斷參

考，或是智慧醫療設備尚無明確審查標準等。林啟萬指

出，儘管現行法規仍不明朗，但許多積極打入國際市場

的業者，卻早已摩拳擦掌並取得認證。

與其他產業物聯網所面臨的挑戰相同，醫療聯網也面

臨設備與設備之間資料交換與整合的問題。現階段大廠

是彼此討論通訊協定後再進行串連，也有系統整合商專

門提供整合服務。對此工研院將整合院內資源與經驗，

扮演平台整合角色，協助相關法規與技術標準的推動。

邁向醫療 4.0時代，台灣傳統醫療器材產業勢將從硬

體製造的思維，轉向軟硬體整合智慧分析的創新營運服

務模式。工研院將積極扮演平台整合的角色，致力國內

高階醫材研發技術、緊密結合技術研發與產業發展，協

助廠商經驗交流並找到更好的發展定位，集合產業之力

共同掌握智慧醫療商機。  

工研院研發團隊研發的光學同調斷層掃描儀，可以在短短幾秒內就得知膚質與皮下膠原蛋白含量。
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